



名前・学部・学科等  竹下晋正・工学部・機械工学科 
研究情報の分類 □シーズ  □特許  □新製品  ■分析/解析  □調査 
研究分野の分類 ８ 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ □ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー ■ その他 












関連する特許 1件 特許出願番号２０００－３２４２１８号 
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抵抗ろう接継手の継手品質向上を目的とし
て、Ti-Zr-Ni-Cu合金箔にすずメッキを施した
積層型ろう材を用いてチタン合金の抵抗ろう
接を試みた。この積層型ろう材を用いること
で、抵抗ろう接過程初期に､まず融点の低いす
ずが融解し､以後のろう材と母材間の電気的接触状態がより均一になる。その
結果，継手強度のヒストグラムは右図の(a)：（すずメッキなしのろう材の場
合）から(b)：（すずメッキを施した積層型ろう材の場合）となり，強度の高
い継手の頻度が増した。さらに，抵抗ろう接時に継手に流れる電流を計測し，
得られた電流変化曲線（その一例が右図）をもとに継手強度の推測式を提案
した。 
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